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１ 2024年12月期第2四半期 連結業績
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2024年12月期第2四半期 決算ハイライト

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する中間純利益

 概況
 第1四半期で遅れていた売上計上も順調に進み、売上高は計画比で若干の未達ではあった

が概ね計画通りで推移。
 減価償却費の減少、研究開発の進捗の遅れ等により販管費が想定より減少したことにより

利益が計画比で上振れ。

16,239百万円 2,836百万円 2,981百万円 2,067百万円
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2024年12月期第2四半期 連結業績

2024年12月期
計画

進捗率(%)

36,000 45.1

－ －

4,600 61.7

4,500 66.2

3,060 67.5

（百万円）

2023年12月期
Q2 実績

2024年12月期 Q2 前年同期比
増減率(%)実績 売上比(%)

売上高 10,434 16,239 － 55.6

売上総利益 2,862 5,534 34.1 93.3

営業利益 539 2,836 17.5 426.1

経常利益 706 2,981 18.4 322.2

親会社株主に帰属する
当期純利益 137 2,067 12.7 1,408.7
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連結売上高・連結営業利益推移（四半期）
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連結売上高・連結営業利益推移
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連結貸借対照表

（百万円）
2023年12月期 2024年12月期

Q2
前期末比
増減率(%)

流動資産 39,420 42,296 7.3
固定資産 8,008 8,239 2.9

有形固定資産 7,007 7,275 3.8
無形固定資産 157 136 △13.4
投資その他資産 842 827 △1.8

総資産合計 47,428 50,536 6.6
流動負債 21,380 19,728 △7.7
固定負債 5,952 8,180 37.4
負債合計 27,333 27,908 2.1
純資産合計 20,095 22,627 12.6
自己資本比率 41.7% 44.0% 2.3P

▍流動負債

▍固定負債

主な増減要因

▍流動資産
現金及び預金 ＋2,287

電子記録債権 ＋1,723

契約負債 ＋3,682

電子記録債務 △1,387

短期借入金 △3,698

長期借入金 +2,174

（百万円）
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キャッシュ・フロー

（百万円） 2023年12月期 2024年12月期
Q2

前期比
増減率(%)

営業活動による
キャッシュ・フロー △261 4,353 ー

投資活動による
キャッシュ・フロー △1,392 △971 △30.2

フリー・キャッシュ・
フロー △1,653 3,382 ー

財務活動による
キャッシュ・フロー 3,275 △1,927 ー

現金及び現金同等物の
期末残高 6,771 8,589 26.8

▍営業CF
税金等調整前当期純利益 2,841
仕入債務の増加額 △1,710

契約負債の増加額 3,544

▍投資CF
定期預金の純増減額 △446

有形固定資産の取得による支出 △508

▍財務CF
短期借入金の増減額 △4,400

長期借入れによる収入 4,200

長期借入金の返済 △1,323

主な内訳

（百万円）



© 2024 TAZMO Co.,Ltd. 10

資産・負債／純資産推移
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２ セグメント情報
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2024年12月期第2四半期 セグメント別業績

（百万円）

2023年12月期
Q2 実績

2024年12月期
Q2 実績

前期比
増減率(%)

プロセス機器事業
売上高 7,857 13,877 76.6
営業利益 703 2,745 290.3

 半導体装置 売上高 1,731 6,260 261.5

 搬送機器 売上高 3,964 3,643 △8.1

 洗浄機 売上高 1,640 2,290 39.6

 コーター 売上高 520 1,683 223.3

金型・樹脂成形事業
売上高 769 306 △60.3

営業利益 17 △101 ー

表面処理用機器事業
売上高 1,807 2,056 13.8
営業利益 △139 177 ー

セグメント利益又は損失 営業利益 △41 15 ー

合計
売上高 10,434 16,239 55.6
営業利益 539 2,836 425.5

2024年12月期
計画 進捗率(%)

27,770 50.0

4,250 64.6

11,500 54.4

8,100 45.0

5,800 39.5

2,370 71.0

1,700 18.0

30 ー

6,530 31.5

320 55.3
ー ー

36,000 45.1

4,600 61.7
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セグメント別 売上高推移（四半期）
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セグメント別 売上高推移（通期）
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セグメント別 受注高推移（四半期）
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セグメント別 受注高推移（通期）
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セグメント別 受注残高推移

1,227 2,026 1,593 1,550
3,089 3,921 5,144 5,369 6,642 7,572 8,849 10,310

11,879 12,127
15,073 

17,415 16,317 16,201 

2,410 1,814 2,211 2,264
2,415

2,647
3,277 4,111

4,401
5,725

6,185
6,018

5,951 5,082

4,211 

4,364
4,343 4,268 

4,528 3,966 3,740 3,084
2,914

3,734
3,853

7,989
8,708

8,833
9,066

8,644
8,532

7,649
7,119 

6,234
5,927 

4,429 

5,069 4,478
6,551 6,593

6,397
6,027

6,325

6,831
5,808

4,936

5,098 4,661
4,573

4,452
4,464 

3,327

1,812 
1,907 

1,799
2,076

2,350
1,330

1,765
1,994

2,481

2,676
3,075

3,613

7,962 8,364
8,471

7,608
8,196 8,487

8,516 
8,017 

187 163

126
194

257
348

366

347
375

366

345
326

277

239

194
156

156 

142

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

金型・樹脂成形
表面処理用機器
コーター
洗浄機
搬送機器
半導体装置

15,223 14,525
16,575

15,018
16,840

18,674

21,449

27,326
29,012

31,047

37,507
38,325

39,685
37,160

39,260 39,984

（百万円）

37,073
34,966

2020 2021 2022 2023 2024



18© 2024 TAZMO Co.,Ltd.

３ 市場（顧客）の状況
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市場（顧客）の状況

 半導体製造装置は、アドバンスドパッケージ向け装置でまとまった受注。時期は未定だが更なる投資の
情報もあり、引き続き市場の拡大に期待している。パワー半導体向け装置については、引合いはあるも
のの投資時期が後ずれ傾向にある。パワー半導体の投資回復に備えて体制を強化。

 搬送機器では中国からの受注は引続き堅調だが、国内ではメモリー／ロジックの市場状況の影響からか
本格的な回復にはもう少し時間がかかりそう。

 スラリー供給装置の引合いが増えつつある。洗浄装置でも新規案件の話が少しづつ出てきている。確実
に受注できるよう対応中。

 台湾・中国を中心にPLP装置の引合が増加。確実に受注できるよう対応中。液晶パネル工場を半導体パッ
ケージング用途に転用する動きが活発化している。今後の市場の拡大を期待している。

 表面処理用機器は、めっき処理装置の投資計画の先送りなどもあり受注状況は一段落感がある。新規開
発案件に注力しながら小口案件を受注するべく活動中。
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４ 新技術紹介
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レーザー接合装置（LAB：Laser Assisted Bonder）

MEMSデバイスの封止技術に対して、既存のプロセスでは解決が困難な課題に対して、新たにレーザーによる
接合を開発しこれらの課題に対して有効なソリューションを提供します。

新技術既存プロセス
ウエハ全体を加熱･加圧し、接合を行う

MEMS
ﾃﾞﾊﾞｲｽ

ｷｬﾋﾞﾃｨ内
高温化

Si
ガラス

剛体（ウエハチャック）

剛体（ウエハチャック）

大きな荷重
30-40kN

共有結合や固相拡散
接合によって接合

450℃

450℃

□ MEMSキャビティ全域が加熱される
→ 耐熱性が必要 → アウトガスが発生

→ 高真空が接合だけでは作り出せない
→ 接合の他に高真空化の方策が必要

□ 熱膨張率が異なる材料では変形(反り)が生じる

課 題

● デバイス部を低温で接合が可能
● アウトガスが抑制でき、高真空封止が可能
● ウエハ全域で低温接合となり熱膨張率が異なる材料の接合が可能
● エネルギー効率がよく、低消費電力

メリット

MEMSデバイス
ジャイロセンサ、赤外線センサ、
タイミングデバイス、
耐熱性が低いデバイス など

ターゲット
実験機及び量産向け試作機を製
作し、協力会社、エンドユー
ザー様と接合の性能確認や信頼
性の評価を進めております。

現 状

レーザにより局所的な加熱でウエハの接合を行う

CAPウエハ

MEMSウエハ

レーザー
小さな押付圧

焦点部 瞬間的に超高温
周辺部 数十℃程度

接合線

共有結合や拡散接合を高温で
アシストし接合する
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今後の展望

本技術を開発するにあたり得られた知見、ノウハウ、技術を応用し、次世代技術（装置）を開発し、事業拡
大を進めていきます。

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

2025 2026 2027 2028 2029 2030

レーザー接合装置 周辺装置

2035

・・・・

・・・・

売
上

予
測

（
百

万
円

）

当社の売上予測

接合装置を足掛けに周辺技術や、半導体デバイス関連に対し
ても新規装置を提案していく予定です。

引用：YOLE Status of the MEMS Industry 2023
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５ 補足資料
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商号 タツモ株式会社

設立 1972年（昭和47年）2月26日

本社所在地 岡山県岡山市北区芳賀5311

資本金 35億6,859万682円

発行済株式数 14,842,354株

株主数 8,148名（2024年6月30日現在）

従業員数 単体 374名／連結 1,137名（2024年6月30日現在）

事業内容
半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、
液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、
精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

会社概要

▍国内拠点・関連子会社

東京都新宿区
タツモ東京営業所

神奈川県相模原市
ファシリティ本社

岡山県井原市
タツモ第1工場
タツモ第3工場
タツモ第5工場
クォークテクノロジー
プレテック

▍海外拠点

ベトナム
TAZMO  VIETNAM CO.,LTD.
FACILITY HANOI CO.,LTD.

香港
富萊得(香港)有限公司

上海
龍雲阿普理夏电子科技有限
公司
上海龍雲精密機械有限公司

紹興
龍雲（紹興）半導体設備
科技有限公司

東莞
富萊得科技(東莞)有限公司

台湾
龍雲亞普恩科技股份有限公司

サンフランシスコ
TAZMO  INC

岡山県岡山市
タツモ本社

島根県出雲市
ファシリティ出雲研究所

神奈川県横浜市
クォークテクノロジー
横浜事業所
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沿革

- インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売

を開始

- 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立

- 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始

- 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・

販売を開始

- エンボスキャリアテープの製造・販売を開始

- インジェクション成形品の製造・販売を開始

- 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、
- 製造・販売を開始

- JASDAQ市場に株式を上場

- TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

- 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・
販売を開始

- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結

- アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM

CO.,LTD.を移転・新築

- 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを
子会社化

- 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

- 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転

- アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併

- 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引
所市場第一部からプライム市場に移行

- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲

（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立

2022

2020

2019

2018

2017

2013

20091972

1980

1989

1990

1994

1995

2001

2004

2008
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半導体製造装置事業

半導体製造における塗布・現
像・貼合・剥離など、各種プ
ロセスに対応した装置を、40
年に渡って培ったノウハウ・
技術により、全世界に提供

事業概要

最先端の半導体やパッケージを製造する装置をはじめ、有機ELや液晶ディスプレイなどの製造装置、クリーン搬送ロボッ
トなどを開発・製造・販売する事業を展開

コーター事業

液晶ディスプレイ等、各種フ
ラットパネル製造装置を提
供。現在はPLP用装置やナノ
インプリント装置の開発を進
めている。

搬送機器事業 洗浄装置事業

金型・樹脂成形事業 表面処理用機器事業

半導体製造に欠かせないシリ
コンウェーハ等の搬送ロボッ
トをはじめ、正確性・スピー
ディーさ・省スペースに対応
した各種搬送システムを提供

部品製造に欠かせない金型技
術は、創業時からのコア技術
であり、ユーザー企業の様々
なニーズに応える形で各種製
品を提供

半導体製造の重要な工程であ
るシリコンウェーハ洗浄・ス
ラリー供給装置や、廃液から
リン酸を再生・再利用する装
置を提供

半導体のパッケージや、自動
車等の電子制御システムに組
み込まれている、プリント回
路基板に対するめっき処理装
置の提供



本資料の取扱上の注意

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室

086-239-5000

086-239-5100

keiki@tazmo.co.jp

本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成された
ものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

また、本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、当社の発行
する有価証券売買の勧誘を目的をしたものではありません。
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